
DDR4やDDR5の高周波・高電流動作への対応として1608サイズの遅延溶断品を
開発しました。

遅延溶断型 表面実装 マイクロヒューズ
KAB型Sシリーズ （1608サイズ）

Case Code EIA Code L±0.1 W±0.1 T Max.

29 1608 1.6 0.8 0.45

[mm]■ 製品寸法

■ アプリケーション

■ 既存品との溶断特性比較

新商品

■ 特徴

ES30-25-002

Rosh対応、UL取得予定

溶断特性 100%：4時間以上
200%：1～120秒以内

Note)

内容は変更の可能性がございます。
正式には納入仕様書をご要求下さい。

SSD、メモリ関連、PC関連 等

7A6.3A

■ 仕様



遅延溶断型 表面実装 マイクロヒューズ
KAB型Sシリーズ （1608サイズ） 新商品

■ 溶断特性

ES30-25-002

Rosh対応、UL取得予定

Note)

内容は変更の可能性がございます。
正式には納入仕様書をご要求下さい。

■ 標準品一覧


